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摘要(译)

提供一种微LED显示模块的制造方法。微LED显示模块包括驱动芯片
块，LED块，电路板和彩色层。驱动器芯片块具有多个像素电极。 LED
块设置在驱动器芯片块中，并具有两个半导体层和多个沟槽。两个半导
体层中的一个电连接到像素电极，另一个半导体层电连接到透光导电
层。沟槽限定以阵列布置的多个微LED像素。每个沟槽至少穿透发光层
和半导体层之一。每个微LED像素对应于像素电极之一。电路板电连接
到驱动器芯片块，并且颜色层设置在透光导电层上。
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